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@ 1. Sposéb odwzorowania i badania powierzchni mikro-
obiektéw, polegajacy na wykonaniu repliki powierzchni ba-
dancj, znamienny tym, ze oszlifowana powierzchnig hory-
zontalng uchwytu (3) repliki ukiada si¢ na wypolerowanej
ptytce stalowej (4), a do poosiowego otworu, korzystnie na-
gwintowanego, tego uchwytu (3) wklada si¢ precik indowy
(1) i poprzezr¢ezny docisk drugiej plytki (5) specznia sie pre-
cik indowy (1), powodujac przy tym zakleszczenie precika in-
dowego (1) w otworze poosiowym uchwytu (3), jednoczesnie
uzyskujac gladkg powierzchni¢ horyzontalng precika indo-
wego (1) po przeciwnej stronie jego docisku druga ptytka (5),
zas tak wsiepnie przygotowany uchwyt (3) ustawia si¢ na rep-
likowanym mikroobiekcie (2) w wybranym miejscu stycznie
z gtadka powierzechnig horyzontalna precika indowego (1),
nastepnie replikowany mikroobiekt (2) wraz z uchwytem
(3) ustawia si¢ na wypolerowanej plytce stalowej (4), a caty
tak powstaly zespét (1,2, 3, 4) poddaje si¢ obustronnemu do-
ciskowi tak silnemu, aby spowodowac catkowite, trwale spe-
cznienie precika indowego (1) w styku z badana powierzchnia,
mikroobiektu (2). po czym odcigza sig zespét (1, 2, 3, 4) i od-
dziela sig¢ replike od mikroobiektu (2).
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Sposéb odwzorowania 1 badania powierzchni mikroobiektéw

Zastr zezenia patentowe

1. Sposéb odwzorowania 1 badania powierzchni mikroobiektéw, polegajacy na wykonaniu
repliki powierzchni badanej, znamienny tym, Ze oszlifowang powierzchni¢ horyzontalng
uchwytu (3) repliki ukfada si¢ na wypolerowane;j ptytce stalowej (4), a do poosiowego otworu,
korzystnie nagwintowanego, tego uchwytu (3) wklada sig precik indowy (1) i poprzez reczny do-
cisk drugiej plytki (5) specznia sie precik indowy (1), powodujac przy tym zakleszczenie precika
indowego (1) w otworze poosiowym uchwytu (3), jednoczesnie uzyskujac gtadks powierzchnie
horyzontalna precika indowego (1) po przeciwnej stronie jego docisku druga plytka (5), zas tak wste-
pnie przygotowany uchwyt (3) ustawia si¢ na replikowanym mikroobiekcie (2) w wybranym miejscu
stycznie z gladka powierzechnig horyzontalng precika indowego (1), nastepnie replikowany mikro-
obiekt (2) wraz zuchwytem (3) ustawia si¢ na wypolerowanej ptytce stalowej (4), a caty tak powstaty
zespot (1, 2, 3, 4) poddaje si¢ obustronnemu dociskowi tak silnemu, aby spowodowaé catkowite,
trwale specznienie precika indowego (1) w styku z badana powierzchnia mikroobiektu (2), po czym
odciaza si¢ zespot (1, 2, 3, 4) 1 oddziela si¢ replike od mikroobiektu (2).

2. Spos6b odwzorowania i badania powierzchni mikroobiektow, polegajacy na wykonaniu
repliki powierzchni badanej, znamienny tym, ze oszlifowang powierzchnie horyzontalng
uchwytu (3) repliki ukiada si¢ na wypolerowanej plytce stalowej (4), a do poosiowego otworu,
korzystnie nagwintowanego, tego uchwytu (3) wklada si¢ precik indowy (1) i poprzez reczny do-
cisk drugiej ptytki (5) specznia si¢ precik indowy (1), powodujac przy tym zakleszczenie precika
indowego (1) w otworze poosiowym uchwytu (3), jednoczesnie uzyskujac gtadka powierzchnig
horyzontalng precika indowego (1) po przeciwnej stronie jego docisku druga plytka (5), zas tak
wstepnie przygotowany uchwyt (1) ustawia si¢ na drugim replikowanym mikroobiekcie (7) w wy-
branym miejscu stycznie z gladka powierzchnia horyzontalng precika indowego (1), nastgpnie
uchwyt (3) poddaje si¢ jednostronnemu dociskowi tak silnemu, aby spowodowac catkowite, trwate
specznienie precika indowego (1) w styku z badang powierzchnig drugiego mikroobiektu (7), po
czym odciagza si¢ uchwyt (3) i oddziela si¢ replike od tego mikroobiektu (7).

3. Sposob wedhug zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, ze oddzielona replike przykleja sig kle-
jem przewodzacym do standardowego podkiadu stolika goniometrycznego i bada si¢ ja za po-
moca znanego, skaningowego mikroskopu elektronowego.

4. Sposdb wedtug zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, ze oddzielona replike przykleja si¢ kle-
jem przewodzacym do standardowego podkladu stolika goniometrycznego i bada si¢ ja za po-
mocg znanego mikroskopu optycznego, stosujac przy tym znane boczne o$wietlenie repliki.

* * *

Przedmiotem wynalazku jest sposoéb odwzorowania i badania powierzchni mikroobiektow,
umozliwiajacy wykonanie dokiadnych pomiaréw geometrycznych rzezby powierzchni probek
z materialdw przewodzacych, pélprzewodzacych, dielektrycznych lub z tworzyw sztucznych.

Najbardziej rozpowszechnionym, znanym sposobem wykonywania doktadnych pomiar6w
geometrycznych rzezby powierzchni probek jest mikroskopia elektronowa za pomoca skaningo-
wego mikroskopu elektronowego, zwanego w skrocie SEM. Istotna zaleta mikroskopii elektrono-
wej za pomoca SEM jest wysoka rozdzielczos¢ przestrzenna rzedu 5-20 nm. W SEM elektrony
sondy elektronowej o energii do kilkudziesigciu keV oddziatuja tylko z cienka, przypowierzch-
niowa warstwa badanego materiatu o grubosci wynoszacej kilka nanometrow. Informacja o stru-
kturze badanej powierzchni jest zawarta w rejestrowanych elektronach wtdrnych i rozproszonych,
emitowanych z powierzchni badanej probki pod dziataniem sondy elektronowej SEM. Prad elektro-
néw wtomych i rozproszonych przeksztatcany jest w obraz odzwierciedlajacy struktur¢ mate-
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riatowa lub rzezbg powierzchni probki. Jednakze uzyskany obraz stereoskopowy nie umozliwia
wykonania doktadnych pomiaréw geometrycznych rzezby powierzchni probki. W zasadzie ska-
ningowa mikroskopia elektronowa umozliwia badanie probek z materiatéw przewodzacych.
W przypadku badania probek z materiatléw potprzewodzacych lub z materialéw dielektrycz-
nych prébki nalezy pokry¢ materiatem przewodzacym, na przyktad metalem lub weglem w ce-
lu zapobiezenia destrukcji probki pod dziataniem sondy elektronowej SEM. Dla doktadnego
badania rzezby powierzchni probki niezbedne jest wykonanie repliki tej powierzchni probki.
Materiat uzyty do sporzadzania repliki musi by¢ odporny na dziatanie sondy elektronowej SEM,
a ponadto nie powinien deformowa¢ si¢ ani kurczy¢ pod dzialaniem tej sondy, nie powinien tez
reagowac chemicznie ani zmienia¢ wlasciwosci badanej probki. Najbardziej przydatnymi mate-
riatami do sporzadzania replik sa : octan celulozy, kauczuk silikonowy, octan poliwinylu lub we-
giel. Jednakze repliki wykonane z wymienionych materiatéw wymagaja dodatkowo naparowa-
nia warstwy matalicznej. Technologia wykonania replik z wymienionych materialéw jest
technologia zlozona, wymagajaca kilku operacji, i pracochtonna.

Znane jest urzadzenie, z opisu patentowego USA nr 4,422,764 pt, “Interferometer Appara-
tus For Microtopography”. Ukfad tego urzadzenia kieruje wigzke lasera monochromatycznego
na powierzchni¢ w celu detekcji odbi¢ z powierzchni dla okreslenia jej topologii. Urzadzenie to
jest zasadniczo interferometrem, stuzacym do pomiaru odlegto$ci. Innym uktadem jest MP 2000,
wytwarzajacy replike badanej powierzchni bezkontaktowo. Ten typ urzadzenia umozliwia przej-
scie sygnatu lasera do powierzchni prébki przez specjalny typ pryzmatu, ktory zmienia polaryza-
cje padajacej wiazki laserowej pozwalajac dwom ortogonalnie spolaryzowanym wigzkom
wyj$ciowym dotrzeé do badanej powierzchni probki, w pewnych, r6znych jej punktach. Po odbi-
ciu te dwie wiazki sa ponownie taczone, a polaryzacja, powstalej w rezultacie tego taczenia
wiazki moze by¢ zmierzona w celu okreslenia zmian w topologii powierzchni badanej. Wyniki
przyrzadoéw mierzacych topologi¢ powierzchni moga by¢ zanalizowane za pomoca kompute-
réw i moga umozliwia¢ wyswietlenie w celu pokazania zmian w pochylo$ciach na powierzch-
ni. W wielu przypadkach jest celowe pokazanie powierzchni punkt po punkcie, aby wskazad
jakie$ wigksze rysy, takie jak zadrasnigcia, dotki lub nadzerki przed kopiowaniem powierzch-
ni. W innych przypadkach powierzchnia poddawana kopiowaniu moze wymagac nalezytego
utozenia w celu uniknigcia zarysowan lub podobnych cech w wyrobie. W normalnych okolicz-
nosciach niezbgdne jest umozliwienie wyréwnania uzytego podioza w celu dobrego zabezpieczenia
powierzchni krystalicznej w trakcie kopiowania. W takich przypadkach jest pozadane pokazanie po-
wierzchni badanej, poddanej kopiowaniu, na standardowym urzadzeniu wyswietlajacym, takim jak
monitor telewizyjny. Taki pokaz pozwala operatorowi frezarko-kopiarki zabezpieczy¢ potozenie
powierzchni poddanej kopiowaniu, aby unikna¢ krawedzi lub innych cech we wlamaniach, albo
jakichs wigkszych rys w uprzednio wyréwnanym podiozu. Powstate repliki powierzchni sa bada-
ne w poprzek i wzdtuz dokladnej linii na powierzchni, a pomiar zmian glgbokosci na tej powierz-
chni punkt po punkcie jest rzgdu mikrometra lub mniej. Poniewaz od optyki wymaga si¢, aby
pozwalata tak precyzyjnie mierzy¢ gtowne zmiany glebokosci, takie jak krawedzie, nalezy uzy¢
elementow o duzej ostro$ci i niedopusci¢ do przerw w prawidtowym dziataniu frezarko-kopiarki.
W celu okreslenia polozenia gléwnych zmian glebokosci i usytuowania linii zarysu, nalezy je wy-
$wietli¢ na znaczaco duzej powierzchni, wowczas rozmiar linii jest dobrze widoczny w urzadzeniu.
Taka powierzchnia moze by¢ powigkszona tysiace razy, aby umozliwi¢ w pelni wzrokowa infor-
macj¢ operatorowl. Dla przykiadu, gdy szeroko$¢ linii badanej punkt po punkcie jest rzgdu mi-
krona, wtedy szeroko$¢ pozadana powierzchni wy$wietlajacej powinna by¢ rzedu milimetra.
Przy dodaniu wyswietlajacego uktadu optycznego do standardowej frezarko-kopiarki celowe
jest wykorzystanie wielu komponentéw wyjsciowych. Dla przyktadu, w standardowych fre-
zarko-kopiarkach powierzchnia poddana kopiowaniu jest umieszczona na ruchomym stoliku,
czesciej tez uzywa sig elementow optycznych ruchomych, takich jak obracajace si¢ zwierciadto.
W sposobie wys$wietlania operacji moze by¢ wykorzystany réwnoczesnie ruchomy, pojedynczy
stolik, jak rowniez uklad soczewek uzupetniajacych, ktory skupia laserowa wiazke kopiujaca na
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probee. Uklad wyswietlajacy moze by¢ umieszczony oddzielnie, tak aby kopiowanie moglo
mie¢ miejsce bez ingerencji spowodowanej przyrzadem wyswietlajacym.

Znany jest rowniez uktad wyswietlajacy dla frezarko-kopiarki, opisany w opisie patento-
wym USA nr 5, 017,012. Taka frezarko-kopiarka zawiera przyrzady do badania powierzchni
przedmiotu i zapewnia wySwietlenie obrazu z tym zwigzanego na poziomicy mikroskopijne;.
Ukiad umozliwia przejscie spolaryzowanej, skolimowanej wiazki laserowej przez pryzmat Noma-
rskiego i skupienie powstalych wiazek wyjsciowych na powierzchni w celu jej zbadania. Uklad do-
datkowo zawiera wirujace zwierciadlo, ktére moze by¢ w nim umieszczone pomiedzy laserem
1 pryzmatem Nomarskiego na zadanie operatora, ktore to zwierciadto jest przeznaczone do przepu-
szczania malego procentu swiatla laserowego. Inne zroédlo §wiatla nieskolimowanego, spolary-
zowanego, dostarczonego przez soczewke skupiajaca, ma mozliwosé przenikniecia do zwierciadta
wirujacego w celu dalszego skierowania ta sama $ciezka przez pryzmat Nomarskiego i skupienia
w punkcie, tym samym zabezpieczenia znaczaco wigkszego pola oswietlonego na powierzchni.
Odbite swiatto z obu wiazek laserowych i dodatkowo swiatlo nieskolimowane sa skupione na ta-
blicy przyrzadu o sprzgzeniu tadunkowym ( CCD = charge-coupled device ) i tam wySwietlone
na monitorze obrazowym. To pozwala pokazaé pole poddane kopiowaniu przed dzialaniem fre-
zarko-kopiarki.

Znane sg ponadto sposob i podzespol do mikroskopowo-gazowego odwzorowania powie-
rzchni, opisane w polskim opisie patentowym nr 159988. Sposéb wedtug opisu nr 159988 polega
na tym, Ze skolimowany strumien gazu kieruje si¢ ze zrodla gazu ukosnie na $cianke sondy gazo-
metrycznej, ktérej krawedz znajdujaca si¢ w nanometrycznej odleglo$ci od powierzchni badanej,
posiada wglebienie zwgzajace, przez ktdre przenika czg¢s¢ brzegowa strumienia. Po przejsciu
przez wglebienie cze$¢ brzegowa strumienia gazu odbija si¢ od powierzchni badanej do prze-
strzeni prézniowej po drugiej stronie sondy, po czym kierowana jest do uktadu detekcyjnego,
gdzie dokonywany jest pomiar. Powierzchnie bocznych $cianek warstwy przyleglej do badane;
powierzchni naparowuje si¢ cienka warstwa cigzkiego metalu, zas$ do powierzchni pomigdzy
sonda gazometryczna i badana powierzchnia wprowadza si¢ rownolegly do badanej powierzchni
strumien eiektronow lub dlugofalowych promieni rentgenowskich albo strumien gazu radio-
aktywnego, ktéry to strumien steruje $rednia odlegloscia sondy od powierzchni badanej prze-
sylajac sygnaly do znanego mikromanipulatora piezoelektrycznego.

Podzespot do mikroskopowo-gazowego odwzorowania powierzchni posiada sonde gazo-
metryczna, majaca postac plaskiej phytki zaokraglonej od strony badanej powierzchni, zas$ w kra-
wedzi dolnej powierzchni tej plytki od strony zrodla gazu, w jej osi symetrii, wykonane jest
nanometrowe wglebienie. W innej wersji podzespotu do mikroskopowo-gazowego odwzorowa-
nia powierzchni, sonda radiometryczna ma posta¢ znanej sondy z otworkiem wlotowym pro-
wadzacym do ukladu detekcyjnego, przy czym jest ona zaokraglona od strony powierzchni
badanej. W krawedzi dolnej powierzchni sondy, od strony zrodta gazu, w jej osi symetrii, wyko-
nane jest nanometrowe wgiebienie.

Wszystkie znane sposoby i urzadzenia, stuzace do odwzorowania i pomiaru powierzchni
badanej mikroobiektow sg bardzo rozbudowane optycznie 1 wymagaja mniej lub wigcej skompli-
kowanych zrodet §wiatla. W szczegolno$ci sposéb 1 podzespdt do mikroskopowo-gazowego od-
wzorowania powierzchni, opisany w polskim opisie patentowym nr 159988, sa przykladem
zaangazowania drogich i skomplikowanych $rodkow technicznych, takich jak komora préznio-
wa, sonda gazometryczna, lub sonda radiometryczna, uklad detekcyjny, mikromanipulator
piezoelektryczny, nie mowiac juz o koniecznosci uzycia promieni rentgenowskich 1 gazu radio-
aktywnego, niebezpiecznych dla zdrowia operatora. Zaden z opisanych, znanych sposobéw
i urzadzen nie moze by¢ stosowany do sporzadzania replik powierzchni o uszkodzeniach radia-
cyjnych, powstatych w wyniku oddziatywania produktow reakcji termojadrowych z wewngtrz-
nymi $cianami komory wyladowania w urzadzeniach typu Plasma Focus, Tokamek i temu
podobnych.

Celem wynalazku jest wyeliminowanie niedogodnosci znanych sposobow i urzadzen,
stuzacych do odwzorowania i pomiaru badanej powierzchni mikroobiektéw.
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Cel ten osiagnigto zaskakujaco prostym, w zwiazku z tym tanim sposobem wytwarzania
replik powierzchni mikroobiektow.

Sposéb odwzorowania i badania powierzchni mikroobiektéw, wedtug wynalazku, pole-
gajacy na wykonaniurepliki powierzchni badanej, charakteryzuje si¢ nastgpujacymi czynnoscia-
mi. Oszlifowana powierzchni¢ horyzontalna uchwytu repliki ukfada si¢ na wypolerowanej
plytce stalowej. Do poosiowego otworu, korzystnie nagwintowanego, tego uchwytu wilada si¢
precik indowy i poprzez reczny docisk drugiej plytki specznia si¢ precik indowy, powodujac przy
tym zakleszczenie precika indowego w otworze poosiowym uchwytu, jednoczesnie uzyskuje sie
gladka powierzchni¢ horyzontalng precika indowego po przeciwnej stronie jego docisku druga
ptytka. Tak wstepnie przygotowany uchwyt ustawia si¢ na replikowanym mikroobiekcie w wybra-
nym miejscu, stycznie z gladka powierzchnia horyzontalna precika indowego. Nastepnie repliko-
wany mikroobiekt wraz z uchwytem ustawia si¢ na wypolerowanej ptytce, a caty tak powstaty
zespdt poddaje si¢ obustronnemu dociskowi tak silnemu, aby spowodowa¢é catkowite, trwale
specznienie precika indowego w styku z badang powierzchnig mikroobiektu. Po czym odcigza
si¢ zespot i oddziela si¢ replik¢ od mikroobiektu.

Alternatywny sposob odwzorowania i badania powierzchni mikroobiektéw, polegajacy na
wykonaniu repliki powierzchni badanej, charakteryzuje si¢ nastgpujacymi czynnosciami. Oszli-
fowana powierzchni¢ horyzontalng uchwytu repliki ukfada si¢ na wypolerowanej ptytce stalo-
wej. Do poosiowego otworu, korzystnie nagwintowanego, tego uchwytu wklada sie precik
indowy i poprzez r¢czny docisk drugiej plytki specznia si¢ precik indowy, powodujgc przy tym
zakleszczenie precika indowego w otworze poosiowym uchwytu, jednoczesnie uzyskuje si¢
gladka powierzchni¢ horyzontalng pr¢cika indowego po przeciwnej stronie jego docisku druga
ptytka. Tak wstgpnie przygotowany uchwyt ustawia si¢ na replikowanym mikroobiekcie w wy-
branym miejscu stycznie z gladka powierzchnia horyzontalng precika indowego. Nastgpnie
uchwyt poddaje si¢ jednostronnemu dociskowi tak silnemu, aby spowodowac catkowite, trwale
specznienie precika indowego w styku z badang powierzchnig mikroobiektu, Po czym odciaza
si¢ uchwyt i oddziela si¢ replike od mikroobiektu. Oddzielong replik¢ od mikroobiektu przykleja
si¢ klejem przewodzacym do standardowego podktadu stolika goniometrycznego 1 badassi¢ ja za
pomoca znanego, skaningowego mikroskopu elektronowego. Alternatywnie oddzielona replike
od mikroobiektu przykleja si¢ klejem przewodzacym do standardowego podktadu stolika gonio-
metrycznego i bada si¢ ja za pomoca znanego mikroskopu optycznego, stosujac przy tym znane
boczne oswietlenie repliki.

Sposéb, wedhug wynalazku, jest bardzo prosty i nadzwyczaj skuteczny. Przedmiotowym
sposobem mozna sporzadzac repliki powierzchni mikroobiektéw, wykonanych z materiatow
przewodzacych, potprzewodnikowych, dielektrycznych, oraz z tworzyw sztucznych, z matym
naktadem kosztow, a najdrozszy z elementdw, niezbednych do sporzadzania repliki, ind jest mozli-
wy do odzyskania. Niezaprzeczalng zaletg przedmiotowego sposobu jest mozliwos¢ sporzadzania
replik powierzchni wewnetrznych, na przyklad uszkodzen radlacyjnych powstalych w wyniku od-
dzmkywama produktéw reakcji termojadrowej oraz predkich jondw ze $ciang komory wytadowa-
nia w urzadzeniach takich, jak Plasma Focus, Tokamak itp.

Sposob odwzorowania 1 badania powierzchni mikroobiektow, w przyktadzie wykonania,
jest objasniony na podstawie rysunku, na ktorym fig. 1 przedstawia uchwyt z umieszczonym
w jego otworze precikiem indowym utozony na wypolerowanej plytce stalowej, fig. 2 - ten sarn
uchwyt, ulozony na wypolerowanej ptytce stalowej, poddany recznemu dociskowi za pomoca
drugiej ptytki, fig. 3 - zespol, sktadajacy si¢ zuchwytu, zmikroobiektui z wypolerowanej ptytki
stalowej, poddany obustronnemu dociskowi za pomoca prasy, a fig. 4 - fragment komory
wyladowan z umieszczonym w niej uchwytem, dociskanym jednostronnie za pomoca symbo-
licznej dzwigni.

Przedmiotowy sposob jest nastgpujacy. Do odwzorowania powierzchni mikroobiektow, czy-
li wykonania repliki, uzyto nadzwyczaj, migkkiego i ciagliwego indu, o ksztalcie precika 1 10 Sred-
nicy zaleznej od wielkosci replikowanego mikroobiektu 2 oraz o dlugosci zaleznej od wysokosci
przygotowanego uchwytu 3 repliki. Uchwyt 3 repliki powinien zapewnia¢ trwate mechaniczne
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1elektryczne polaczenie zreplika, dlatego wykonuje sie go z materiatu przewodzacego. Elektry-
czny kontakt repliki z uchwytem 3 jest nadzwyczaj istotny w przypadku badan mikroskopowych
repliki za pomoca SEM w celu zapobiezenia fadowaniu si¢ badanej repliki, co w praktyce utrud-
nia lub wrecz uniemozliwia jej badanie. Uchwyt 3 umozliwia manipulowanie replika, na
przyktad w czasie przygotowania jej do badan mikroskopowych, w szczegdlnosci do badan za
pomoca SEM, nie powodujac uszkodzenia samej repliki. Uchwyt 3 ma ksztalt prostopadtoscianu
lub walca. Na jego osi wykonuje si¢ otwor przelotowy o érednicy zaleznej od wielkosci badanego
mikroobiektu 2. Wewngtrzna powierzchnia otworu uchwytu 3 jest chropowata i zapewnia mecha-
niczne polaczenie precika indowego 1 z tym uchwytem 3. W konkretnym przypadku uchwyt 3 sta-
nowi nakretka M4, zas precik indowy 1 ma $rednice trzech milimetrow i dtugosé troche wigksza od
wysokosci nakretki M4. Powierzchnia gwintu w tym konkretnym przypadku stanowi element
taczacy replike z uchwytem 3. Jedna z powierzchni horyzontalnych uchwytu 3 szlifuje sig, uzy-
skujac w ten sposob ptaska powierzchnig, za§ zewnetrzne powierzchnie, a w przypadku nakretki
M4, krawedzie, stepia si¢, poniewaz ostre powierzchnie uchwytu 3 w czasie sporzadzania repliki
moglyby uszkodzic¢ replikowany mikroobiekt, szczegolnie w przypadku sporzadzania repliki z
mikroobiektow wykonanych z tworzywa sztucznego. Tak przygotowany uchwyt 3 oczyszcza sie
z zanieczyszczen mechanicznych oraz odthuszeza si¢ go w dowolnym rozpuszczalniku, Uchwyt 3
uklada si¢ oszlifowana powierzchnig horyzontalng na wypolerowanej ptytce stalowej 4. Do na-
gwintowanego otworu uchwytu 3 wklada si¢ przycigty precik indowy 1 i poprzez druga ptytke 5
specznia si¢ go lekko dociskajac te ptytke 5 palcami, powodujac przy tym zakleszczenie precika
indowego 1 w otworze uchwytu 3 i jednoczesnie uzyskuje si¢ gtadka powierzchnig horyzontalng
precika indowego 1 po przeciwnej stronie jego docisku za pomoca drugiej ptytki 5. Tak wstepnie
przygotowany uchwyt 3 ustawia si¢ na replikowanym mikroobiekcie 2 w wybranym miejscu,
stycznie z gtadka powierzchnia horyzontalng precika indowego 1. Nastepnie replikowany mi-
kroobiekt 2 wraz z uchwytem 3 ustawia si¢ na wypolerowane;j ptytce stalowej 4, a caly powstaty
w ten sposob zespdt 1, 2, 3, 4 poddaje si¢ obustronnemu dociskowi za pomoca prasy 6 tak silne-
mu, aby nastapito catkowite spgcznienie precika indowego 1 w styku z badana powierzchnia mi-
kroobiektu 2 i aby specznienie to bylo trwate. Po czym odcigza si¢ zespot 1, 2, 3,4 i oddziela sig
replike od mikroobiektu 2.

Nieco odmiennie sporzadza sig repliki powierzchni o uszkodzeniach radiacyjnych, powstatych
w wyniku oddzialywania produktéw reakcji termojadrowych z wewnetrznymi $cianami komory
wytadowania 9 w urzadzeniach typu Plasma Focus, Tokamek 1 temu podobnych. W tym przypadku
oszlifowang powierzchni¢ horyzontalng uchwytu 3 uktada si¢ na wypolerowanej ptytce stalowej 4,
a do poosiowego otworu, korzystnie nagwintowanego, tego uchwytu 3 wklada sie precik indowy 1
i poprzez r¢czny docisk drugiej ptytki 5 specznia sig precik indowy 1, powodujac przy tym zaklesz-
czenie precika indowego 1 w otworze poosiowym uchwytu 3, jednoczesnie uzyskuje si¢ gtadka po-
wierzchni¢ horyzontalna precika indowego 1 po przeciwnej stronie jego docisku drugg plytka 5. Po
czym tak wstepnie przygotowany uchwyt 3 ustawia si¢ na replikowanym mikroobiekcie 7 w wybra-
nym miejscu stycznie z gladka powierzchnia horyzontalng precika indowego 1. Nastepnie uchwyt 3
poddaje si¢ jednostronnemu dociskowi, tak silnemu, aby spowodowac catkowite, trwale spgcznienie
precika indowego 1 w styku z badana powierzchnia mikroobiektu 7. Po czym odciaza si¢ uchwyt 3
ioddziela sie replike od mikroobiektu 7. Urzadzeniem dociskajacym uchwyt 3 do badanej powie-
rzchni mikroobiektu 7 moze by¢ dowolna dzwignia 8, ktorej drugie rami¢ wsparte jest na prze-
ciwleglej $cianie komory wyladowania 9.

Zwykle sporzadzona replika stabo przylega do badanego mikroobiektu 2 lub 7, co oczywi-
$cie zalezy od rodzaju materialu, z ktérego jest wykonany replikowany mikroobiekt 2 lub 7,
w zwiazku z tym tatwo lecz ostroznie oddziela sig¢ jg od tego mikroobiektu 2 lub 7 za pomoca pin-
cety, aby unikna¢ uszkodzenia tej repliki. Oddzielona replikg od raikroobiektu 2 lub 7 przykleja sig
klejem przewodzacym do standardowego podloza stolika goniometrycznego 1 bada sig ja za po-
mocg mikroskopu SEM lub mikroskopu optycznego, nie przedstawionych na rysunku. W przypad-
ku badania repliki za pomoca mikroskopu optycznego stosuje si¢ boczne oswietlenie repliki.
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